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Title: PACKAGED LED MODULE
Bezeichnung : GEHAUSTES LED-MODUL
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(57) Abstract: The invention relates to a packaged LED module 1 which contains an LED module 2, 3 and a package 4. According
to the invention the package 4 is overmoulded around the LED module 2, 3. The plastic used for the package is preferably one which

can

be injected at relatively low pressures and temperatures.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Ertindung beschreibt ein gehdustes LED-Modul 1, das ein LED-Modul 2, 3 und ein
Gehéuse 4enthélt. Das Gehduse 4 ist erfindungsgeméll um das LED-Modul 2, 3 herum gespritzt. Vorzugsweise wird dabei ein
Kunststoft fiir das Gehéduse verwendet, der bei relativ niedrigen Driicken und Temperaturen spritzbar ist.
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"Gehdustes LED-Modul

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein gehiustes
LED-Modul, insbesondere ein gehdustes LED-Modul dessen
Gehause gespritzt ist. Die vorliegende Erfindung bezieht
sich ferner auf ein Herstellungsverfahren des gehiusten
LED-Moduls sowie eine LED-Kette aus mehreren

aneinandergereihten gehdusten LED-Modulen.

Aus dem Stand der Technik ist es bekannt, ein LED-Modul,
bestehend aus einem LED-Chip auf einem Triger, mit einem
transparenten Gehduse zu umgeben, um ein gehdustes LED-
Modul herzustellen. Dabei ist es bekannt, das Gehiuse
aus zwel Halbschalen zusammenzusetzen und eine
Verbindung zwischen den beiden Halbschalen zu
versiegeln. Ein solches LED-Modul ist in Fig. 1la
gezeigt. Das LED-Modul bestehend aus Triger 2 und LED-
Chip 3 ist zwischen den zwei Halbschalen 4a bzw. 4b

angeordnet, die ein Gehduse bilden.

Eine weitere bekannte Moglichkeit der Herstellung eines
gehaustes LED-Moduls ist in Fig. 1b gezeigt. Dabei wird
das LED-Modul bestehend aus Trager 2 und LED-Chip 3
zundachst in ein einteiliges Gehduse 4a eingesetzt und
dann mit einer dichtenden Verbindung 4b versiegelt. Die
dichtende Verbindung kann beispielweise auch zwischen

das Gehause 4a und das LED-Modul eingebracht werden.

SchlieRlich ist es auch bekannt, ein Gehduse eines wie
oben beschriebenen gehdusten LED-Moduls mit einer Linse
5 auf der Oberseite, d.h. auf der Lichtabstrahlseite,
des LED-Moduls zu versehen, wie jeweils in den Fig. 1a
und 1b gezeigt. Die Linse 5 wird typischerweise auf das

Gehause 4 aufgeklebt.
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Die Herstellung der geh3usten LED-Module des Standes der
Technik bendétigen nachteilhafterweise etliche separate
Arbeitsschritte. Ferner entsteht in den oben genannten
gehausten LED-Modulen des Standes der Technik ein
Luftspalt zWischen dem Gehduse und dem LED-Modul. Dieser
Luftspalt kann zum Einen das Abstrahlverhalten des
gehausten LED-Moduls negativ beeinflussen, da er eine
weitere Brechungsfldche fUr das vom LED-Chip abgegebene
Licht darstellt, zum Anderen ist er kontraproduktiv fir

die Stabilit&t des gehdusten LED-Moduls.

Die vorliegende Erfindung stellt sich zur Aufgabe, den
bekannten Stand der Technik zu verbessern. Insbesondere
ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
wenigstens einen Arbeitsschritt im Herstellungsverfahren
eines gehdusten LED-Moduls einzusparen. Ferner ist es
eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, das
Abstrahlverhalten eines gehausten LED-Moduls zu
verbessern. Schlieflich ist es auch eine Aufgabe der
vorliegenden Erfindung ein gehdustes LED-Modul stabiler

zu gestalten.

Die Aufgaben der vorliegenden Erfindung werden durch die
unabhangigen  Ansprliche der vorliegenden Erfindung
geldst. Die abhdngigen Anspriiche bilden den Kerngedanken
der vorliegenden Erfindung auf vorteilhafte Weise

weiter.

Insbesondere Dbetrifft die vorliegende Erfindung ein
gehdustes LED-Modul, das aufweisgt: ein LED-Modul, das
einen Trdger und wenigstens einen darauf angeordneten

LED-Chip umfasst, und ein zumindest teilweise
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transparentes  Gehduse, das zumindest auf einer

Lichtabstrahlseite um das LED-Modul gespritzt ist.

Das gespritzte Gehduse ist dabei vorzugsweise wenigstens
auf der Lichtabstrahlseite des LED-Chips transparent.
Das Gehause umschliefRt das LED-Modul wenigstens
teilweise, kann dies aber auch ganz umschlieRen.
Aufgrund der Tatsache, dass das Gehduse Dbei der
Herstellung des gehdusten LED-Mcduls direkt um
wenigstens einen Teil des LED-Moduls gespritzt wird,
wird wenigsténs ein Arbeitsschritt der aus dem Stand der
Technik  bekannten Herstellungsverfahren eingespart.
Beispielweise wird das Versiegeln von zwei Halbschalten
des Gehdauses obsolet. Der Herstellungsprozess wird
dadurch vereinfacht uhd beschleunigt, was insbesondere
in der Massenfertigung erhebliche Vorteile mit gich

bringt.

Aufsierdem entsteht in dem erfindungsgemidfRen gehidusten
LED-Modul kein Luftspalt zwischen Gehduse und LED-Modul,
insbesondere zwischen Gehduse und LED-Chip. Da ein
solcher Luftspalt potentiell eine unerwiunschte
Brechungsfldche flr das von dem LED-Chip abgegebene
Licht darstellt, kann die Leuchteffizienz oder die
Abstrahlcharakteristik des LED-Moduls durch Eliminieren
des Luftspalts positiv beeinflusst werden. Ferner ist
das erfindungsgeméﬁe gehauste LED-Modul aufgrund des
fehelenden Luftspalts, wodurch das Gehiuse direkt an dem

LED-Modul anliegt, mechanisch stabiler.

Vorteilhafterweise besteht das gespritzte Gehiuse aus

einem Kunststoff.
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Bevorzugt wird ein Kunststoff verwendet, der bei relativ
niedrigen Temperaturen und Driicken gespritzt werden
kann. Beispielweise kann ein mit DAIAMID A6453
beZeichneter Kunststoff verwendet werden. Dieser
Kunststoff ist transparent und bei relativ niedrigen
Dricken und Temperaturen spritzbar. Dadurch kann im
Herstellungsverfahren der Spritzvorgang eingesetzt
werden, ohne eine Beschadigung der umspritzten Bauteile,

insbesondere des LED-Chips, zu riskieren.

Vorteilhafterweise ist das Gehaduse vollstandig
umschliefend um das LED-Modul gespritzt, beispielsweise

inklusive der elektrischen Leitungen.

Dadurch ist das LED-Modul von allen Seiten sowohl gegen
Dreck und Witterungseinfllsse, als auch mechanisch,
beispielweise gegen StdRe, geschiitzt. Dieser Schutz
betrifft auch die gesamte Kette der miteinander
verbundenen LED-Module inklusive der elektrischen
Leitungen. Das gehduste LED-Modul ist dadurch also
besonders stabil. Das Herstellungsverfahren des
gehdusten LED-Moduls ist zudem besonders einfach

durchfihrbar.

Vorteilhafterweise ist ein der Lichtabstrahlseite
abgewandter Teil des Gehduses nicht transparent und/oder

mit metallischen Zuschlagstoffen versehen.

Die metallischen Zuschlagstoffe kédnnen in den
rickseitigen Teil des Gehduses eingebettet sein oder
darauf aufgebracht sein. Durch die metallischen
Zuschlagstoffe kann die Warmeabfuhr auf der Rickseite
des LED-Moduls, auf der der LED-Chip nicht angeordnet

ist, verbessert werden. Die Zuschlagstoffe kd&nnen auch
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aus einem anderen gut warmeleitenden Material bestehen,

beispielweise aus Graphit, Graphen oder Diamant.

Vorteilhafterweise ist das Gehduse aus zwel

verschiedenen Spritzmassen gespritzt.

Eine Spritzmasse kann dabei beispielweise den
transparenten Kunststoff enthalten, die andere
Spritzmasse, welche beispielsweise auch chemisch

identisch zum transparenten Kunststoff sein kann, kann
den mit ’metallischen Zuschlagstoffen versetzten
Kunststoff enthalten. Die Spritzmassen werden wahrend
des Herstellungsverfahrens entsprechend um das LED-Modul
gespritzt. Beispielweise wird also die transparente
Spritzmasse verwendet, um die Lichtabstrahlseite des
LED-Moduls zu umspritzen, und die andere Spritzmasse
verwendet, um die warmeabflhrende Rlckseite des LED-

Moduls zu umspritzen.

Vorteilhafterweige ist das Gehduse alsg Halbteil auf der

Lichtabstrahlseite um das LED-Modul gespritzt.

Dadurch kann die Warmeabfuhr von der Rickseite des LED-
Moduls verbessert werden. Die Warmeabfuhr kann nochmals
verbessert werden, wenn der freiliegende Teil des
Tragers des LED-Moduls vollstdndig auf eine Warmesenke

aufgebracht ist oder mit einem KiUhlkdrper versehen ist.

Vorteilhafterweise sind 1in das gespritzte Gehduse
Streupartikel und/oder Farbkonversionsstoffe

eingemischt.

Durch die Streupartikel kann ein homogenes, diffuses

Licht erzeugt werden, das von dem gehdusten LED-Modul
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abgegeben wird. Das gehduste LED-Modul kann auch
entblendet werden. Die Streupartikel kénnen in dem
Gehduse auch deraft enthalten sein, dass das Licht aus
dem LED-Chip umgelenkt wird, d.h. Anderung der

Ausbreitungsrichtung erfdhrt.

Die Farbkonversionsstoffe koénnen die Wellenldnge des von
dem LED-Chip abgegebenen Lichts ver&dndern. Auch der LED-
Chip selbst kann mit einer Farbkonversionsschicht
versehen sein. Beispielweise kann der LED-Chip dadurch
dazu ausgelegt sein, weies Licht abzustrahlen.
Beispielweise ist ein blau leuchtender LED-Chip mit
einem durch blaues Licht anregbaren Farbkonversionsstoff
versehen, der bei Anregung gelbes Licht abgibt. Dieser
blau anregbare Farbkonversionsstoff kann aber auch nur
in dem Gehiuse des Moduls eingebettet sein, um das gelbe
Licht abzugeben und das gehduste LED-Modul weifleuchtend
erscheinen zu lassen. Die Farbkonversionsschicht auf dem
LED-Chip kann in diesem Fall wegelassen werden. Der
Farbkonversionsstoff in dem Gehduse kann aber auch
zusatzlich zu einer Farbkonversionsschicht des LED-Chips

vorhanden sein.

Vorteilhafterweise ist das gespritzte Gehduse einstlickig
mit einer Linse ausgebildet, die in
Lichtabstrahlrichtung vor dem wenigstens einen LED-Chip

angeordnet ist.

Das Gehause wird also unter gleichzeitiger Ausbildung
der Linse um das LED-Modul gespritzt. Dadurch kann ein
weiterer Arbeitsschritt im Herstellungsverfahren des
gehausten LED-Moduls im Vergleich zum Stand der Technik
eingespart werden. Die Linse kann auch durch ein anderes

optisches Element ersetzt sein. Beispielweise kann das
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Gehause einteilig mit einem optischen Element,

beispielweise einem Globe-Top, einem Reflektor, einem

Spiegel, einem Diffusor o.4., ausgebildet sein.

Vorteilhafterweise ist ein Lichtumlenkpl&ttchen in dem
Gehause vorgesehen, der wenigstens eine LED-Chip derart

in dem Gehduse angeordnet, dass er dazu ausgelegt ist,

Licht stirnseitig in das Lichtumlenkpl&attchen
einzustrahlen, und das Lichtumlenkpl&ttchen dazu
ausgelegt, das eingestrahlte Licht senkrecht zur

Einstrahl-Hauptachse weg zu streuen.

Durch das Lichtumlenkplattchen wird die
Lichtaustrittsfldche im Vergleich mit &hnlichen aus dem
Stand der Technik Dbekannten gehdusten LED-Modulen
deutlich vergréfert. Dadurch wird die Leuchteffizienz
der gehdusten LED-Module erhdht. Das gestreute Licht
tritt haupts&chlich auf einer der beiden Hauptfl&chen
des Lichtumlenkpl8ttchens aus, kann aber gegebenenfalls
auch zum Teil an den weiteren niedrigen Stirnseiten des
Lichtumlenkpl&ttchens, an denen kein LED-Chip vorgesehen

ist, ausgegeben werden.

Vortelilhafterweise ist das Gehduse um das

Lichtumlenkpl&ttchen und das LED-Modul gespritzt.

Dadurch ist es mbglich das Lichtumlenkpldttchen im
Vorfeld gezielt anzufertigen. AuBerdem ist eine prazise

Anordnung im Gehduse mdglich.

Vorteilhafterweise ist das Gehduse einstlickig mit dem

Lichtumlenkpldttchen ausgebildet.
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Dadurch kann abermals ein Arbeitsschritt im
Herstellungsverfahren des gehausten  LED-Moduls im
Vergleich zum Stand der Technik eingespart werden. Der
Spritzvorgang kann mit mehr als einer Spritzmasse
erfolgen. Um das Lichtumlenkpl&ttchen zu bilden kénnen
beispielweise ’Streupartikel konzentriert in eine
Spritzmasse eingebracht werden, wobei diese Spritzmasse
dann beispielweise nur auf die Lichtabstrahlseite des
LED-Moduls gespritzt wird. In eine andere Spritzmasse,
die dann beispielweise auf die der Lichtabstrahlseite
des LED-Moduls abgewandte Seite gespritzt wird, kd&nnen
beispielweise Zuschlagstoffe eingebettet sein. Es kdnnen
insgesamt auch drei oder mehr Spritzmassen verwendet

werden.

Vorteilhafterweise ist auf mehreren flachen Stirnseiten
des Lichtumlenkplittchens wenigstens ein LED-Chip zum
stirnseitigen Einstrahlen von Licht in das

Lichtumlenkpldttchen angeordnet.

Dadurch kann die Lichtabstrahlung des gehdusten LED-

Moduls nochmals deutlich erhdht werden.

Vorteilhafterweise ist das Lichtumlenkplattchen dazu
ausgelegt, wenigstens 70% des durch den LED-Chip
eingestrahlten Lichts senkrecht zur Einstrahl-Hauptachse

weg zu streuen.

Vorteilhafterweise ist zwischen einer Grenzfliche des
Tragers und dem Lichtumlenkpldttchen eine reflektierende

Schicht vorgesehen.

Dadurch kann die Lichtabstrahlung des gehiusten LED-

Moduls nochmals deutlich erhdht werden. Insbesondere
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kann das Licht gerichtet werden,  damit die
Lichtabstrahlung auf der Hauptlichtabstrahlseite des
gehdausten LED-Moduls hoéher ist.

Die vorliegende Erfindung betrifft ferner ein
Herstellungsverfahren eines gehiusten LED-Moduls, das
die Schritte aufweist: Anordnen von wenigstens einem
LED-Chip auf einem Triger, um ein LED-Modul zu bilden,
und Umspritzen des LED-Moduls zumindest auf dessen
Lichtabstrahlseite mit einem Material, um ein zumindest

teilweises transparentes Gehduse zu bilden.

Das Herstellungsverfahren kann - im Vergleich mit dem
Stand der Technik - einfacher wund mit weniger
Arbeitsschritten ein gehiustes LED-Modul herstellen. Ein
Spritzverfahren ist namlich besonders einfach

durchzufihren.

Vorteilhafterweise wird zum Umspritzen ein Kunststoff

verwendet.
Das Spritzverfahren wird vorteilhafterweise bei
niedrigen Drlicken und niedrigen Temperaturen

durchgefihrt. Vorzugsweise wird dazu ein Kunststoff
verwendet. Beispielweise kann der oben  genannte
Kunststoff DAIAMID 2A6453 Dbenutzt werden. Mit dem
erfindungsgemdfen Herstellungsverfahren ist es moéglich,
eine Beschadigung des LED—Moduls, insbesondere des LED-
Chips, zu vermeiden, aber trotzdem ein einfaches und
billiges Spritzverfahren zu benutzen. Dadurch kann
insgesamt ein einfacheres Herstellungsverfahren mit

hbéherer Ausbeute realisiert werden.
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Die vorliegende Erfindung betrifft ferner ein gehaustes
LED-Modul, das durch das . Oben beschriebene

Herstellungsverfahren hergestellt ist.

Das gehduste LED-Modul unterscheidet sich von bekannten
gehdusten LED-Modulen des Standes der Technik durch den
nicht vorhandenen Luftspalt zwischen LED-Modul und
Gehause. Ferner weist das Gehiduse typische Merkmale
eines durch ein Spritzverfahren hergestellten Produkts

auf.

Die vorliegende Erfindung betrifft ferner eine LED-Kette
bestehend aus mehreren gehdusten LED-Modulen wie oben
beschrieben die elektrisch miteinander verbunden sind,
vorzugsweise elektrisch in Serie oder auch parallel

geschaltet sind.

Eine solche LED-Kette ist insbesondere dazu geeignet

Leuchtbuchstaben und Leuchtschriften auszuleuchten.

Im Folgenden wird die vorliegende Erfindung im Detail

mit Bezug auf die angehangten Figuren beschrieben.

Fig. la und 1b zeigen gehduste LED-Module wie sie aus

dem Stand der Technik bekannt sind.

Fig. 2 zeigt ein gehdustes LED-Modul gemdfR einer ersten

Ausfihrungsform der vorliegenden Erfindung.

Fig. 3 zeigt ein gehdustes LED-Modul gemiR einer zweiten

Ausfihrungsform der vorliegenden Erfindung.
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Fig. 4 =zeigt Ansichten des geh3usten LED-Moduls gemaR
der zweiten Ausfihrungsform der vorliegenden Erfindung

von der Seite bzw. von oben.

Fig. 5 zeigt ein gehdustes LED-Modul gemifR einer dritten

Ausfihrungsform der vorliegenden Erfindung.

Fig. 6 =zeigt Ansichten des gehdusten LED-Moduls geman
der dritten Ausflhrungsform der vorliegenden Erfindung

von der Seite bzw. von oben.

Fig. 7 zeigt Ansichten des gehdusten LED-Moduls gemaf
der dritten Ausfihrungsform der vorliegenden Erfindung

von der Seite bzw. von oben.

Fig. 8 zeigt ein gehdustes LED-Modul gemaR einer

vierten Ausfihrungsform der vorliegenden Erfindung.

Fig. 2 zeigt ein erfindungsgemiRes gehdustes LED-Modul
1. Das gehduste LED-Modul 1 enthilt ein‘LED—Modul 2, 3,
das zumindest aus einem Tr&ger 2 und einem LED-Chip 3
gebildet wird. Das LED-Modul 2, 3 ist zumindest
teilweise mit einem Gehduse 4 umgeben, welches optional
mit einem optischen Element wie einer Linse 5 auf der

Lichtabstrahlseite des LED-Moduls 2, 3 versehen ist.

Der Trager 2 kann eine Platine oder Leiterplatte,
beispielweise ein PCB, sein. Der Tridger 2 kann aus dem
darauf angeordneten LED-Chip 3 auch elektronische
Bauteile wie elektrische Leitungen, Schaltregler,
Konverterstufen etc. wumfassen. Solche elektronischen
Bauteile kénnen entweder in dem Trager 2 enthalten sein,
oder auf der Trageroberfldche angeordnet sein. Der LED-

Chip 3 kann auf den Trager geklebt oder gestéckt sein.
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Der LED-Chip 3 kann mit einem Globe-Top umschlossen

sein, das auf dem Trdger 2 aufliegt.

Es koénnen auch mehrere LED-Chips 3 auf dem Triger 2
angeordnet sein. Jeder LED-Chip 3 kann durch eine oder
mehrere LEDs, eine LED-Strecke, eine LED-Gruppe oder
dergleichen gebildet sein. Bevorzugt ist dex wenigstens
ein LED-Chip 3 dazu ausgelegt, dass sie weifRes Licht
abstrahlen kann. Dazu kann der LED-Chip 3 beispielsweise
aus einer blau leuchtenden LED und einem entsprechenden
Farbkonversationsstoff auf seine Abstrahloberfléiche
gebildet sein. Der Farbkonversationsstoff kann dabei von
dem blauen Licht der LED angeregt werden und daraufhin
eine Sekunddrwellenlidnge abstrahlen, die zusammen mit
der blauen Wellenladnge der LED WeiRlicht ergibt. Der
wenigstens eine LED-Chip 3 kann auch aus drei LEDs
zusammengesetzt sein, wobei je eine LED rot, griun bzw.
blau leuchtet, um insgesamt einen weif leuchtenden LED-

Chip 3 zu bilden.

Das gehauste LED-Modul 1 ist ferner mit dem Gehiuse 4
ausgestattet. Das LED-Modul 2, 3 ist dabei innerhalb des
Gehduses 4 angeordnet und der LED-Chip 3 strahlt
vorzugsweise Licht aus wenigstens einer Oberfldche des
Gehauses 4 aus. Das Gehduse 4 ist wenigstens teilweise
transparent, d.h. zumindest in Lichtabstrahlrichtung des
LED-Chips 3. Das Gehduse 4 umschlieft das LED-Modul 2, 3
zumindest teilweise. Das heiRft, das Gehduse 4 ist
zumindest auf einer Lichtabstrahlseite um das LED-Modul
2, 3 herum ausgebildet. Die Fig. 2 zeigt ein Beispiel
eines erfindungsgemdfen gehdusten LED-Moduls 1, bei dem
das Gehduse 4 das LED-Modul 2, 3 vollstandig umschlief3t,

um dieses bestmdglich zu stabilisieren und zu schiitzen.
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Die Besonderheit des Gehduses 4 der vorliegenden
Erfindung ist, dass es um das LED-Modul 2, 3 gespritzt
ist. Dazu wird das Geh3use 4 vorzugsweise aus einem
transparenten Kunststoff gemacht, der sich bei niedrigen
Dricken  (Frage: spezifischer  Druckbereich?) und
niedrigen Temperaturen (Frage: spezifischer
Temperaturberiech?) spritzen lasst. Als ein Beispiel
kann der von der Firma EVONIK entwickelte Kunststoff mit

der Bezeichnung DATAMID A6453 verwendet werden.

Aufgrund des um das LED-Modul 2, 3 gespritzten Gehiuses
4, ergibt sich typischerweise kein Luftspalt zwischen

dem umspritzten Gehdusematerial und dem LED-Modul 2, 3.

In das gespritzte Gehdusematerial kdénnen Streupartikel
und/oder Phosphorpartikel, d.h. Farbkonversionsstoffe,
eingemischt sein. Diese kdnnen entweder in Partikelform,
Clusterform oder als Pulver verstreut oder gebiindelt in
dem Gehdusematerial 4 vorhanden sein. Es koénnen die
Phosphorpartikel ©beispielsweise auch in Form eines
Plattchens oder einer Scheibe, welche oberhalb des LED-
Chips 3 angeordnet ist, 'eingespritzt werden. Zumindest
auf der Lichtabstrahlseite sollte das Gehduse 4 aber
derart transparent sein, dass es die Lichtabstrahlung
des LED-Chips 3 nicht wesentlich beeinflusst. Allerdings
kann insbesondere auf der der Lichtabstrahlseite
abgewandten ‘Seite des LED-Moduls 2, 3 das
Gehausematerial nichttransparent sein und/oder mit
Metallzuschlagsstoffen versehen sein, welche die
Warmeabfuhr auf der Rlckseite des LED-Moduls 2, 3
beglnstigen. Um die Warmeabfuhr auf der Riickseite des
LED-Moduls 2, 3 sogar weiter zu verbessern, kann das
Gehduse 4 auch nur teilweise um das LED-Modul 2, 3

gespritzt werden, so dass die Rlckseite des LED-Moduls
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2, 3 freiliegt. Vorteilhafterweise kann diese
freiliegende Riickseite auch noch auf eine Wirmesenke
vollflachig aufgebracht werden, um eine besonders gute

Warmeabfuhr zu erzielen.

Fig. 2 zeigt insbesondere eine erste Ausfithrungsform der
vorliegenden Erfindung, bei dem das Gehduse 4 einstickig
mit einem optischen Element 5, wie bevorzugt einer Linse
oder auch optional einem Globe-Top versehen ist. Das
Gehause 4 wird dabei unter gleichzeitiger Ausbildung der
Linse 5 auf der Lichtabstrahlseite des LED-Moduls 2, 3
um das LED-Modul 2, 3 herumgespritzt. Zur Ausbildung von
Gehduse 4 und Linse 5 ist also zusammen nur ein
Arbeitsschritt notwendig. Das LED-Modul 2, 3 ist in der
ersten Ausfihrungsform vorzugsweise miftig in dem
Gehduse 4 angeordnet. Die Linse 5 ist bevorzugt derart
ausgebildet, dass sie zumindest einen GroRteil des von

dem LED-Chip 3 abgegebenen Lichtes beeinflusst.

In Fig. 2 ist auch dargestellt, dass zwei oder mehrere
gehauste LED-Module 1 mittels elektrischen Leitungen 7
miteinander verbunden werden kdénnen. Die Leitungen 7
sind dabei bevorzugt teilweise von den entsprechenden
Gehdusen 4 mit umspritzt und somit gleichzeitig fixiert.
Mehrere gehduste LED-Module 1 koénnen bevorzugt seriell
miteinander verbunden sein, um eine LED-Kette zu bilden.
Allerdings sind auch parallele Aste mit gehiusten LED-
Modulen 1 in der LED-Kette denkbar. Die erfindungsgemiRe
LED-Kette kann dazu verwendet werden, Leuchtbuchstaben,
Leuchtschrift, Zeichen oder Symbole auszuleuchten. Eine
LED-Kette kann aus allen in dieser Anmeldung
beschriebenen Ausfihrungsformen der gehdusten LED-

Modulen 1 der vorliegenden Erfindung gebildet werden.
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Die Fig. 3 zeigt eine zweite Ausflhrungsform eines
gehdusten LED-Moduls 1. Das gehluste LED-Modul 1 aus
Fig. 3 ist insbesondere flr eine Backlight-Beleuchtung,
beispielweise flir Fernseher, nutzbar. Dabei ist das LED-
Modul 2, 3 derart in dem Gehduse 4 angeordnet, dass der
LED-Chip 3 auf einer Stirnseite des Geh&uses 4
angeordnet ist und/oder zumindest stirnseitig in ein
Lichtumlenkplattchen 6 einstrahlt, das in dem Gehiuse 4
vorgesehen ist. In der Ausfihrungsform der Fig. 3 sind
sowohl das LED-Modul 2, 3 als auch das
Lichtumlenkplattchen 6 von dem Gehiduse 4 umspritzt. Das
Lichtumlenkplattchen 6 kann auch nur teilweise umspritzt

sein.

Das Lichtumlenkplattchen 6 ist bevorzugt derart
ausgebildet, dass es Licht aus dem LED-Chip 3 zur
Einstrahl-Hauptachse des Lichts umlenken kann,
vorzugsweise senkrecht umlenken kann. Dabei wird das
Licht vorzugsweilse in dem Material des
Lichtumlenkpldttchens 6 gestreut bzw. umgelenkt.
Beispielsweise kénnen Lichtstreupartikel im Material des
Lichtumlenkpl&ttchens 6 vorhanden sein. Die
Lichtumlenkung kann durch Strukturen,
Herstellungsprozess und mbégliche Partikel im Material
des Lichtumlenkpldttchens 6 erfolgen. Es ist ferner
festzustellen, dass die Lichtumlenkung vorzugsweise
nicht aus einem externen Reflektor erfolgt, sondern
durch die in dem Lichtumlenkpldttchen 6 vorzugsweise
eingebetteten Streupartikel hervorgerufen wird. Wiederum
kénnen mehrere der gehdusten LED-Module 1 zu einer LED-

Kette wverbunden werden.

Das Lichtumlenkplattchen 6 ist vorzugsweise derart mit

Q

Streupartikeln versehen, dass es wenigstens 70 % des
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Lichts, das durch den LED-Chip 3 stirnseitig
eingestrahlt wird, vorzugsweise senkrecht umlenkt, sei
es auf der Hauptfldche des Lichtumlenkplittchens 6
und/oder an weiteren Stirnseiten des Plattchens 6.
Mittels des Lichtstreupléttéhens 6 wird die
Lichtaustrittsfldche somit deutlich im Vergleich zu aus
dem Stand der Technik bekannten gehdusten LED-Modulen

vergrdfRert.

Fig. 4 zeigt diesbezlglich eine Ansicht von der Seite
(obere Darstellung) &hnlich wie Fig. 3. Darin ist =zu
gehen, dass Licht wvon dem LED-Chip 3 in das
Lichtumlenkpldttchen eingekoppelt und darin senkrecht
nach oben aus der Hauptfldche des Lichtumlenkpl&ttchens
8 weggestreut wird. Die Hauptfldche ist in diesem Fall
parallel zur Oberfldche des Tragers 2, auf der der LED-
Chip 3 angebracht ist, und der Lichtabstrahlseite des
gehausten LED-Moduls 1 zugewandt  ausgebildet. Da
vofzugsweise 70% des Lichts senkrecht zur Einstrahl-
Hauptachse gestreut werden, kann wie in Fig. 4 gezeigt,
ein Teil des Lichts auch ohne Streuung zu erfahren, oder
nur mit minimaler Ablenkung, durch das

Lichtumlenkplattchen 6 laufen.

Die Oberfldche des Tragers 2 kann wie in Fig. 4 gezeigt
ferner mit einer reflektierenden Schicht 8 versehen
sein, um Licht, das von dem Lichtumlenkpléttchen 6 in
Richtung des Tragers 2 ausgekoppelt wird, in Richtung
der Lichtabstrahlseite des gehdusten LED-Moduls 1 zu
reflektieren, um dadurch die Effizienz des gehdusten

LED-Moduls 1 insgesamt zu verbessern.

Fig. 4 zeigt auch eine Ansicht von oben (untere

Darstellung) . Dabei ist gezeigt, dass das im
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Lichtumlenkpldttchen 6 senkrecht gestreute Licht des
LED-Chips 3 auch an weiteren Stirnseiten des
Lichtumlenkplattchens 6 austreten kann. In Fig. 4 ist
das Lichtumlenkpldttchen 6 beispielweise quaderférmig
gestaltet. Das Licht tritt dabei auf einer dem LED-Chip
3 zugewandten Stirnseite des quaderfdérmigen Plattchens 6
ein und kann an allen anderen Flachen austreten.
Vorzugsweise 70% des Lichts treten Uliber die Hauptflache
sowie die Seitenfléchen aus, werden also senkrecht zur

Einstrahl-Hauptachse im Plattchen 6 gestreut.

Die Fig. 5 =zeigt eine dritte Ausfllhrungsform der
vorliegenden Erfindung. Diese Ausflihrungsform der Fig. 5
ist ahnlich der Ausflhrungsform der Fig. 3. Allerdings
ist das Lichtumlenkplattchen 6 einstlickig mit dem
Gehause 4 ausgebildet. Das Lichtumlenkpldttchen 6 ist
also mit dem Gehduse 4 in einem Arbeitsschritt um das
LED-Modul 2, 3 gespritzt. Dabei kann das Gehdusematerial
derart mit Streupartikeln versehen werden, dass wiederum
vorzugsweise wenigstens 70 % des durch den LED-Chip 3
abgegebenen Lichts bevorzugt senkrecht gestreut wird.
Dabei ist zumindest ein Teil des Gehduses 4 mit
Streupartikeln versehen, die wie die Streupartikel des
Lichtumlenkplattchens 6 der Fig. 3 wirken. Es kann
beispielsweise ein  kontinuierlicher oder abrupter
Ubergang in dem Gehduse 4 zwischen einem Bereich mit
niedrigerer Konzentration an Streupartikeln, oder sogar
gar keinen Streupartikeln, bzw. einem Bereich mit

héherer Konzentration an Streupartikeln beim Spritzen

hergestellt werden.

Dazu werden vorzugsweise wenigstens zweili verschiedene
Spritzmassen verwendet. So kénnen die Streupartikel

beispielweise tatsachlich nur in Richtung der
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Lichtabstrahlseite des LED-Chips 3 bzw. des gehdusten
LED-Moduls 1 eingebracht werden. Ferner kénnen auf der
abgewandten Seite, d.h. der Riickseite des Tragers 2,
keine Streupartikel vorhanden sein, aber daflir optionale
Zuschlagsstoffe, vorzugsweise aus Metall, um Warme
abzufihren. Das Gehduse 4 kann natlrlich auch durch drei
oder mehr Spritzmassen hergestellt werden. Dies gilt
selbstverstdndlich fur alle Ausfihrungsformen der

vorliegenden Erfindung.

Fig. 6 und Fig. 7 zeigen wiederum Seitenansichten (obere
Darstellungen) und Ansichten von oben (untere
Darstellungen) des gehdusten LED-Moduls 1 aus der Fig.
5. Wiederum ist zu sehen, dass das vorzugsweise
senkrecht gestreute Licht sowohl auf der Hauptfldche des
Lichtumlenkplattchens 6, das in diesem Fall einstiickig
mit dem Geh8use 4 ist, abgegeben werden kann, alg auch
an den Stirnseiten senkrecht =zu der Seite abgegeben
werden kann, von der aus das Licht aus dem LED-Chip 3
eingestrahlt wird. Fig. 6 zeigt ein vollstdndig von dem
gespritzten Gehduse 4 umgebenes LED-Modul 2, 3. Fig. 7
zelg ein lichtabstrahlseitig von dem Gehiuse 4
umschlossenes LED-Modul 2, 3. Die RUckseite des LED-
Moduls 2, 3 kann freiliegend sein oder mit einer

Vergusmasse zum Schutz der Bauteile vergossen werden.

Fig. 8 zeigt eine Weiterbildung der dritten
Ausfihrungsform aus Fig. 5-7. In dieser vierten
Ausfihrungsform sind nun auf mehreren Stirnseiten des
Lichtumlenkpldttchens 6 LED-Chips 3 vorgesehen, die
jeweils Licht in eine flache Stirnseite des
Lichtumlenkpléttchens 6 einstrahlen. Wiederum kann das
Lichtumlenkpldattchen 6 als separates Bauteil vorgesehen

sein, das zusammen wmit dem LED-Modul 2, 3 durch das
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Gehduse 4 umspritzt ist, oder kann in einem
Spritzvorgang mit dem Gehduse 4 einstiickig ausgebildet

werden.

Das Licht aus den mehreren LED-Chips 3 wird bevorzugt
senkrecht bezlUglich der Einstrahl-Hauptachse gestreut,
so dass das Licht im Wesentlichen auf der Hauptfliche
des Lichtumlenkpldttchens 6 abgegeben wird. Wiederum
sollen vorzugsweise wenigstens 70% des Lichts senkrecht
gestreut werden. Zum Teil kann aber auch an den weiteren
niedrigen Stirnseiten vorzugsweise senkrecht gestreutes

Licht abgestrahlt werden.

Zusammenfassend beschreibt die Erfindung ein gehdustes
LED-Modul 1, dessen Gehduse 4 um ein darin enthaltenes
LED-Modul 2, 3 herum gespritzt ist. Dabei versteht die
Erfindung unter dem Begriff "Umspritzen" keine halb
vorgefertigten Halbschalen, die =zugsammen mit dem LED-
Modul vergossen werden. Insbesondere ist ein Unterschied
zu solchen bekannten gehdusten LED-Modulen 1 und den
gespritzten gehdusten LED-Modulen 1 der vorliegenden
Erfindung durch den fehlenden Luftspalt zwischen Gehduse

4 und LED-Modul 2, 3 eindeutig erkennbar.
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Anspriiche
1. Gehdustes LED-Modul (1), das aufweist:

ein LED-Modul (2, 3), das einen Trager (2) und
wenigstens einen darauf angeordneten LED-Chip (3) umfasst,
und

ein zumindest teilweise transparentes Gehduse (4),
das zumindest auf einer Lichtabstrahlseite um das LED-

Modul (2, 3) gespritzt ist.

2. Gehaustes LED-Modul (1) gemdR Anspruch 1, wobei das

gespritzte Gehduse (4) aus einem Kunststoff besteht.

3. Gehdustes LED-Modul (1) gemdf Anspruch 1 oder 2,
wobel das Gehduse (4) vollst&ndig umschlieRend um das LED-

Modul (2, 3) gespritzt ist.

4. Gehaustes LED-Modul (1) gemd&R Anspruch 3, wobei ein
der Lichtabstrahlseite abgewandter Teil des Gehiuses (4)
nicht transparent ist und/oder mit metallischen

Zuschlagstoffen versehen ist.

5. Gehaustes LED-Modul (1) gemdf Anspruch 4, wobei das
Gehause (5) aus zwei verschiedenen Spritzmassen gespritzt

ist.

6. Gehdustes LED-Modul (1) gemdR Anspruch 1 oder 2,
wobei das Gehduse (4) als Halbteil auf der

Lichtabstrahlseite um das LED-Modul (2, 3) gespritzt ist.

7. Gehdustes LED-Modul (1) gemdR einem der Anspriiche 1
bis 6, wobei in das gespritzte Gehduse (4) Streupartikel

und/oder Farbkonversionsstoffe eingemischt sind.
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8. Gehaustes LED-Modul (1) gem&R einem der Anspriiche 1
bis 7, wobeli das gespritzte Gehduse (4) einstlckig mit
einer Linse (5) ausgebildet ist, die in
Lichtabstrahlrichtung vor dem wenigstens einen LED-Chip

(3) angeordnet ist.

9. Gehdustes LED-Modul (1) gemdR einem der Anspriiche 1
bis 8, wobei

ein Lichtumlenkpl&ttchen (6) in dem Gehduse (4)
vorgesehen ist,

der wenigstens eine LED-Chip (3) derart in dem
Gehause (4) angeordnet ist, dass er dazu ausgelegt ist,
Licht stirnseitig in das Lichtumlenkpldttchen (6)
einzustrahlen, und

das Lichtumlenkpléttchen (6) dazu ausgelegt ist, das
eingestrahlte Licht senkrecht zur Einstrahl-Hauptachse weg

ZU streuen.

10. Gehdustes LED-Modul (1) gemaR Anspruch 9, wobei das
Gehause (4) um das Lichtumlenkpldttchen (6) und das LED-
Modul (2, 3) gespritzt ist.

11. Gehdaustes LED-Modul (1) gemaR Angspruch 9, wobei das
Gehause (4) einstlickig mit dem Lichtumlenkpldttchen (6)

ausgebildet ist.

12. Gehaustes LED-Modul (1) gemif einem der Anspriiche 9
bis 11, wobei auf mehreren flachen Stirnseiten des
Lichtumlenkpldttchens (6) wenigstens ein LED-Chip (3) zum
stirnseitigen Einstrahlen von Licht in das

Lichtumlenkpldttchen (6) angeordnet ist.

13. Gehaustes LED-Modul (1) gemiR einem der Ansprliche 9
bis 12, wobei das Lichtumlenkpldttchen (6) dazu ausgelegt
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ist, wenigstens 70% des durch den LED-Chip (3)
eingestrahlten Lichts senkrecht zur Einstrahl-Hauptachse

weg zu streuen.

5 14. Geh&dustes LED-Modul (1) gemiR einem der Ansprlche 9
bis 13, wobei zwischen einer Grenzfliche des Tragers (2)
und dem Lichtumlenkpldttchen (6) eine reflektierende

Schicht vorgesehen ist.

10 15. Herstellungsverfahren eines gehdusten LED-Moduls (1),
das die Schritte aufweist:

Anordnen von wenigstens einem LED-Chip (3) auf einem
Trager (2), um ein LED-Modul zu bilden, und

Umspritzen des LED-Moduls zumindest auf dessen
15 Lichtabstrahlseite mit einem Material, um ein zumindest

teilweises transparentes Gehduse (4) zu bilden.

16. Herstellungsverfahren gemdf Anspruch 15, wobei ‘zum
Umspritzen ein Kunststoff verwendet wird.

20

17. Gehaustes LED-Modul (1), das durch ein Verfahren

gemafs Anspruch 15 oder 16 hergestellt ist.

18. LED-Kette bestehend aus mehreren gehdusten LED-
25 Modulen (1) gemdB einem der Anspriche 1 bis 14 oder 17,
die elektrisch miteinander verbunden sind, vorzugsweige

elektrisch in Serie geschaltet sind.
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